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2.1.4 Elément thermo-sensible

Supprimer la note de ce paragraphe.

Insérer les nouveaux paragraphes suivants:
2.1.5 ETR fonctionnant par tout ou rien

ETR dans laquelle la puissance est appliquée par intermittence au dispositif de chauffage ou
au dispositif de refroidissement.

2165 L1 R Jonctionnant de Jagon Continue

ETR dans laquelle la puissance est appliquée continuellement au dispositif de chauffage ou
au dispositif de refroidissement.

2.2.2  Température moyenne du logement du quartz

A la fin de ce paragraphe, ajouter la note suivante :

Note 1. — Température ambiante

Le terme « température ambiante » est largement utilis¢A4
rature est la température d’une zone étendue qui cntof
ETR.

les cas, cette tempé-
as sensiblement affectfe par

Numeéroter la note existante en note 2.

Page 12

Insérer les nouveaux paragraphes suivan

2.2.19  Température a la surface de I’ EXR

rface

2.2.21

t étre
fiées.

ances

spécifiées.

Page 18

CHAPITRE II: CONDITIONS D’ESSAIS

Remplacer le titre et le texte du paragraphe 1.1 existant par ce qui sult :
1.1 Température ambiante

L’enceinte & température régulée (ETR) doit &tre montée et ciblée comme pour I'utilisation
normale.

Note. — Le diameétre du fil & utiliser pour le branchement de PETR est donné dans les spécifications particuliéres.
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2.1.4 Temperature sensor

Delete the note of this sub-clause.

Insert the following new sub-clauses as follows :
2.1.5 Onjoff operated TCD
The TCD in which the power is supplied intermittently to the heating or cooling devices.

2.16 Continuously operated TCD

The TCD in which the power is supplied continuously to the heating or cooli evices.

2212 Mean crystal chamber temperature

Addl the following note after this sub-clause :

Note 1. — Ambient temperature

The term “ambient temperature” is widely used in this standg
perature of the wider environment surrounding the TCD whish

Nunber existing note as Note 2.

Page 13

Insert the following new sub-clauses as follows?

22119 Surface temperature of the TCD

The temperature measuped on the enc osu%he

22|20 Heat resistance of {h

The differencebe g qber temperature and the surface temperature of the
TCD divided @ / \ imed/By the TCD.

22021 Setting range o

is operat 1€ 3pe and within the ambient temperature range,

2311 Operating P

Amend the text a

tolefances.

Page-19

aperature is the tem-
tfected by the TCD.

h€ mean crystal chamber temperature can be set, when the TCD

The. range of ambient temperatures over which the TCD will function within the specified

CHAPTER II: TEST CONDITIONS

Replace the title and the text of the existing Sub-clause 1.1 by the following :
1.1 Ambient temperature

The temperature control device (TCD) shall be mounted and wired as for normal use.

Note. — The diameter of the wire to be used for connecting to the TCD should be given in the article sheets.
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1.3 Puissance maximg

1.4 Temps | is

Supprimer a

4

Les conditions climatiques normales sont réalisées pour 'ETR a P'aide d’une chambre d’essai
fermée, de bonne conductibilité thermique, ne comportant aucun obstacle 4 la circulation de I’air
et dont les parois ne sont pas chauffées directement. Les dimensions de la chambre d’essai sont
choisies de telle fagcon que la distance entre PETR et les parois de cette chambre ne soit pas
inférieure a 3 cm dans chaque direction.

L’ETR est en principe montée au centre d’une plaque semblable a celles qui sont utilisées dans
un fonctionnement normal (chissis de laiton ou carte de circuit imprimé). La distance entre la
plaque et les parois de la chambre d’essai ne doit pas étre inférieure a 0,5 cm. Le support de la
plaque est réalisé en un matériau ayant une bonne isolation thermique.

'3 tcmperature ambiante pendant 1es e5sals est 13 Iemperatiie des parois de 1a_chambre

d’essai.

Notes 1. — D’autres méthodes peuvent étre utilisées pour mesurer la températuye du s
qu’on puisse établir une corrélation avec les résultats obtenus a
male spécifiée ci-dessus.

gement, dw quartz pourvu
aide de la méthede de medure nor-

2. — 1l convient de définir dans la spécification particuliere les ith & pératuxe d’essaj dans le

1.2.1 Depuis la parution de la Publication 314 de la CE 3 % € ns plus
faibles (CK, CB, EB) sont devenus disponib}¢s.

: 5 Hermo-sensible de 10 MHz. On
utilise donc, pour les ETR desti b e mesure de 20 MHz de copipe AC
représenté a la figure 4, pag g

Page 20

la tem-

tension

Apres que Péquilibre thermique eut été obtenu, on reléve la puissance d’entrée pendant une
période de temps suffisamment longue (pour les ETR avec commande par tout ou rien, pendant
au moins trois cycles complets de commutation).

Page 22

Apreés le paragraphe 1.6, insérer le nouveau paragraphe suivant :

1.6a) Résistance thermique de I’ETR

La température a la surface de PETR est mesurée dans les mémes conditions que celles décrites
au paragraphe 1.5.
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Add to the existing Sub-clause 1.2.1 the following :

—5

A standard environment for the TCD is realized with a closed test cabinet of good thermal
conductivity in which there shall be unobstructed air circulation and whose walls are not
directly heated. The dimensions of the cabinet may be chosen so that in any direction the dis-
tance between the TCD and the test cabinet walls is not smaller than 3 cm.

The TCD should be mounted centrally on a plate similar to the plate for normal use (chassis
brass or a printed circuit plate). The distance between the plate and the test cabinet walls shall
be not less than 0.5 cm. The mounting of the plate shall be achieved using a material with good
thermal insulation.

The ambient temperature during tests is the temperature of the test cabinet walls.

Notes 1. — Other methods of measuring crystal chamber temperature may be used, prgvided that they can be

ditions should be defined in the article sheets.

1.2{1 Since the printing of I E C Publication 314, crystal units jin-s ¢ pes (CK, CB, EB)
have become available.
The use of a 10 MHz sensor crystal in these ; not feg Therefore, for TCD’s
intended for use with these crystal up suri p crystal shown in Figure 4,
page 8, of this amendment.

Page 21

1.3 Maximum power

Replace in the first line of tfH

1.4
De

1.5
Rey

Warm-up timeé>
ete in lines 6 and 770

voltagéis appliedyto the TCD.

After thermal equilibrium has been reached, the input power shall be recorded over a suffi-
ciently long time (for on/off controlled TCD’s, at least over three complete switching cycles).

Page 23

After Sub-clause I .6, insert the following new sub-clause :

1.6a) Heat resistance of the TCD

Under the same conditions as for Sub-clause 1.5, the surface temperature of the TCD is measured.
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6 —

La résistance thermique de ’ETR est donnée par la différence entre la température moyenne du
logement du quartz et la température & la surface de 'ETR, divisée par la puissance moyenne.

Page 26
2.2 Essai de rigidité diélectrigue
Remplacer les deux alinéas aprés « Les tensions d’essai normales sont: » par:

Cinq fois la tension de fonctionnement dans le cas des éléments chauffants a basse tension,
c’est-a-dire dans le cas d’éléments dont les tensions peuvent atteindre la valeur de créte de 34 V

comprise.

Dans le cas des éléments chauffants alimentés par la tension du réseau, lesymesyres de
sécurité doivent étre observées.

Page 36

ANNEXE B — DONNEES DE FABRICATION POUR LES (& DE COUPE AC

Insérer le nouvel article 3 suivant :

3. Quartz dans les enveloppes du type EB
a) Angle de coupe:

b) Diamétre de la lame:

.05 approximativement de grosseur
ccaper pendant 1 min dans du bifluorure dfammo-

¢) Traitement de surface:

d) Diamétre des\&lectrodes:
e) Nature de

s\électrades:

200 kHz approximativement

Voir figure 4

20 MHz



https://iecnorm.com/api/?name=f422eb692387571b3fe3693c35656a64

_— 7 —

The heat resistance of the TCD is given by the difference between the mean crystal chamber
temperature and the surface temperature of the TCD divided by the average power.

Page 27
2.2 Voltage proof
Replace the two paragraphs following Standard proof voltages...” by:

Five times the operating voltage in the case of low-voltage heaters, i.e. those with voltages
up to and including 34 V peak.

In the case of mains voltage heaters, the safety regulations shall be observed

Page 37
APHENDIX B — MANUFACTURING DATA FOR AC-CUT MEA
Insept the following new Clause 3:

3. [Crystal units in type EB enclosure

a) Angle of cut:
b) Blank diameter:

¢) Surface finish:

Electrode diameter:
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Apres la figure 3, insérer la figure 4 suivante :
After Figure 3, insert the following Figure 4 :

Echelle

Scale 4:1

5,0 mm (0,196 in)

2,5 mm (0,096 in)

Collé avec du ciment conducteur — [
Bonded with conducting cement

1
Brasure tendre_—" |

Soft solder

214179

enclosure.
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